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	摘要


	HSDPA是WCDMA的自然升级，其主要优势在于可以提高下行数据传输速率，这有利于运营商开展移动宽带数据业务。HSDPA还能扩大系统容量，与现有的WCDMA技术相比，HSDPA能在同一个无线载频上为更多的高速率用户提供服务。

HSDPA不但支持高速不对称数据服务，而且在大大增加网络容量的同时还能使运营商投入成本最小化。它为UMTS更高数据传输速率和更高容量提供了一条平稳的演进途径，就如在GSM网络中引入EDGE一样。

HSDPA的发展分为三阶段，即基本HSDPA阶段、增强HSDPA阶段以及HSDPA进一步演进阶段，其中HSDPA进一步演进阶段还未最终确定，仍在3GPP内进行研究。而第二阶段的设备尚未成熟完善，各设备厂商可供测试和商用的HSDPA产品仅限于第一阶段。

HSDPA发展阶段

引入版本

关键技术

下行峰值速率(Mbit/s)

第一阶段(基本型) 

WCMDA R5 

Node B中引入高速媒体访问控制(MAC-hs)协议 

10.8～14.4

第二阶段(增强型) 

WCMDA R6 

多种天线阵列处理技术，如MIM0技术 

30

第三阶段

WCDMA R7(标准制定中)
引入0FDM空中接口技术和64QAM；使用多标准MAC(Mx-MAC)控制实体等 

100

HSDPA网络建设成本主要用于Node B和RNC的软/硬件升级，因此HSDPA的部署具备较高的性价比。
对于国外运营商来讲，大部分都已经获得了3G牌照，网络都已几经或者即将建设，但是目前3G运营状况并不是很好，大部分处于亏损状况，HSDPA的采用对于这种状况是一种很好的解决方式。
当前中国3G牌照发放时间表一拖再拖，虽然给运营商近期的竞争带来不利，也让迫切希望拥有移动运营牌照的固网运营商颇感压抑，但从3G网络技术选择和部署上，对运营商来说则是十分有利的。采用HSDPA技术，其成本仅为GPRS的十五分之一和W-CDMA Release 99的五分之一。
HSDPA的主要优势包括： 
峰值数据率最高可达现有W-CDMA网络的七倍；
网络容量提高四倍；
能够大幅缩短网络和终端之间的往返周期； 
精巧的日程安排功能可以实现网络资源的更好配置。
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